
Описание товара

 
 
• Специально для CPU, IC, удаления BGA и для CPU Black Glue Cleaner 
• Лезвия изготовлены из нержавеющей стали
•
Множественное ультратонкое лезвие 10pcs (0.7mm), капризное хорошее,
оно может ослабить между обломоком и монтажной платой iphone в конце,
нелегко увести точку.










